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(57) AbstcacL-Jhe invention relates to a screening 
device comprising: a screening cover (20), which 
covers an electronic circuit located on a printed 
circuit board (2) and comprises an edge (3) that 
is separated from the component side (4) of the 
printed circuit board by a gap (5) and a contact 
device (6), which is located in the gap and produces 
an electric connection between the screening 
cover and a conductive contour element (7) on the 
printed circuit board. According to the invention, 
lugs (8) are formed on the edge of the screening 
cover, said lugs fixing the screening cover on the 
printed circuit board and maintaining an elastic 
pretension on the contact device. The contact device 
is configured as an elastic sealing body (22) that 
extends continuously through the gap and absorbs 
electromagnetic waves. 

(57) Zusammenfassung: Eine Abschirmein- 
richtung weist auf: Eine Abschirmkappe (20), 
die eine auf einer Leiterplatte (2) angeordnete 
elektronische Schaltung abdeckt, mit einem 
Rand (3), der von einer Bestuckungsseite (4) der 
Leiterplatte durch einen Spalt (5) beabstandet 
ist; eine Kontakteinrichtung (6), die im Spalt 
angeordnet ist und eine elektrische Verbindung 
zwischen der Abschirmkappe und einer leitenden 
Kontur (7) auf der Leiterplatte herstellt, wobei am 
Rand der Abschirmkappe Laschen (8) angeformt 
sind, durch die die Abschirmkappe auf der 
Leiter-platte festgelegt und die Kontakteinrichtung 
unter elastischer Vorspannung gehalten ist. Die 
Kontakteinrichtung ist als ein im Spalt umlaufender, elastischer Dichtkorper (22) ausgebildet, der elektromagnetische Wellen 
absorbiert 
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Abschirmeinrichtung fur elektronische Baugruppen auf einer 
Leiterplatte 

Bezeichnung der Erf indung 

Die Erfindung betrif ft eine Abschirmeinrichtung mit einer Ab- 
schirmkappe, die eine auf einer Leiterplatte angeordnete e- 
lektronische Schaltung abdeckt, mit einem Rand, der von einer 
Bestiickungsseite der Leiterplatte durch einen Spalt beabstan- 
det ist, mit einer Kontakteinrichtung, die im Spalt angeord- 
net ist und eine elektrische Verbindung zwischen der Ab- 
schintikappe und einer leitenden Kontur auf der Leiterplatte 
herstellt, wobei am Rand der Abschirmkappe Laschen angeformt 
sind, durch die die Abschirmkappe auf der Leiterplatte fest- 
gelegt und die Kontakteinrichtung unter elastischer Vorspan- 
nung * gehalten ist . 

Stand der Technik 

In der Elektrotechnik ist es haufig erf orderlich, elektri- 
sche oder magnetische Felder innerhalb oder auEerhalb eines 
bestimmten Gebiets zu schwachen. Als Entst5rmittel werden 
Schirmgehause verwendet, die die Abstrahlung oder die Ein- 
strahlung von elektromagnetischer Storstra^ilung dampfen. Auf 
Leiterplatten kann die storende Einstrahlung auch von Bau- 
gruppen verursacht werden, die sich selbst auf der Leiter- 
platte befinden. Bei miniaturisierten Baugruppen, wie bei- 
spielsweise Baugruppen, die in SMD-Technik aufgebaut sind, 
liegen Storsenke und Storquelle oft in unmittelbarer Nachbar- 
schaft. Zur Abschirmung zeitlich veranderlicher Feldgrofien. 
werden mehrteilige Schirmungen in Kleinbauweise eingesetzt. 
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Sie bestehen meist aus einem Schirmrahmen, der durch Zwi- 
schenwande in einzelne Kammern unterteilt ist und mit der 
Leiterplatte verlotet ist. Urn die von der Abschirmung abge- 
deckten elektronischen Bauelemente fur Testzwecke zuganglich 
5 zu halten, ist der Schirmrahmen durch ein abnehmbares Deckel- 
teil verschlossen. Da das Rahmenteil erst durch das Einloten 
auf der Leiterplatte seine mechanische Stabilitat erhalt, ist 
es erforderlich, bei der Montage dieser miniaturisierten 
Schirmungen das Rahmenteil und das Deckel teil zusammen zu 
10 handhaben. Das Zusammenfugen und Abnehmen des Deckels sind 
umstandlich und die Montage ist zeitaufwendig. 

Eine einteilige, metallische Schirmung, die auf eine Leiter- 
platte aufsteckbar ist, ist aus DE 29 808 620 Ul bekannt. Die 

15 Befestigung erfolgt durch Rasthaken, welche die Leiterplatte 
riickseitig hintergreif en. Die Massekontaktierung des Schirms 
mit der Leiterplatte wird durch eine Vielzahl federnder Lap- 
pen gebildet. Diese Lappen stehen bei einer montierten Ab- 
schirmwanne unter elastischer Vorspannung und stellen den e- 

20 lektrischen Kontakt durch eine Linien- bzw. PunktberQhrung 
her. Unter rauen Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass 
Abschnitte der Kontaktierung durch mechanische Einwirkungen 
oder durch Korrosion versagen. In diesem Fall ist die Ab- 
schirmef fizienz des Entstormittels beeintrachtigt . Ein weite- 

25 rer Nachteil ist, dass bei der Montage der Abschirmung zur 

Uberwindung der Federkraft der einzelnen Lappen eine Anpress- 
kraft erforderlich ist, die auf die Abschirmwanne aufgebracht 
und von der Leiterplatte aufgenommen werden muss. Die Ab- 
schirmwirkung hangt aber von der kontakt ierenden Federkraft 

30 und dem Abstand der einzelnen Kontaktpunkte ab. Wenn aber ei- 
ne Vielzahl federnder Lappen elastisch verformt werden muss, 
ist ein entsprechend hoher Anpressdruck erforderlich und es 
kann bei miniaturisierten Baugruppen vorkommen, dass die Lei- 
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terplatte unziilassig-verf ormt wird. An der Leiterstruktur 
konnen sich Mikrorisse ausbilden. 

Auch bei der aus der DE 297 13 412 Ul bekannten Schirmung 
wird die Kontaktierung durch am Schirmrand umlaufende Kon- 
5 taktfedern hergestellt. 

Die Herstellung dieser bekannten, einteiligen Schirmungen er- 
fordert ein komplexes Fertigungswerkzeug. Anderungen .an die- 
sem Werkzeug, die fur die Herstellung einer neuen Abschirmge- 
10 ometrie oder Raumform erforderlich sind, sind nur mit ver- 
gleichsweise hohem Aufwand moglich. 



Darstellung der Erfindung 

15 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Abschirmein- 
fichtung der eingangs genannten Art derart weiter zu entwi- 
ckeln, dass die Abschintief f izienz verbessert wird und die 
Herstellung, insbesondere die Herstellung unterschiedlich 
20 groSer Abschirmeinrichtungen, die nur partielle Bereiche auf 
der Lei terplatte schirmen, mit geringerem Aufwand moglich 
ist . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi bei einer Abschirmein- 
25 richtung der eingangs genannten Art mit den kennzeichnenden 
Merkmalen von Anspruch 1 gelds t. Auf vorteilhafte Ausgestal- 
tungen nehmen die Unteranspruche Bezug. 

Bei der erf indungsgemaSen Abschirmeinrichtung ist vorgesehen, 
30 dass die Kontakteinrichtung durch einen im Spalt umlaufend 

angeordneten Dichtkorper gebildet wird, wobei der Dichtkdrper 
aus einem elastischen, elektromagnetische Wellen absorbieren- 
den Werkstoff hergestellt ist. Charakteristisch ftir die Er- 
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findung ist also mithin, dass die Kontaktierung nicht durch 
eine Vielzahl von Kontaktpunkten mit Linien- Oder Punktberiih- 
rung erfolgt, sondern durch einen fl&chig anliegenden Dicht- 
korper aus einem elastischen Material. Dieser passt sich auf 
5 Grund seiner Kompressionsf ahigkeit besser an Wolbungen und 
Unebenheiten der Leiterplatte an, Auch bei mechanischen Sto- 
len oder Vibrationen bleibt ein niedriger ohmscher Ubergangs- 
widerstand der Massekontaktierung erhalten. AuSerdem liegt 
der in der Fuge umlaufende Dichtkorper zwischen Schirmgeh&use 
10 und Leiterplatte dichtend an und bildet auf diese Weise zu- 
satzlich einen Schutz vor in den Innenraum der Abschirmung 
eindringender Verschmutzung. 

Durch die konstruktive Loslosung der Kontaktierung vom 
15 Schirmrahmen vereinfacht sich dessen Herstellung. Das Her- 
stellungswerkzeug der Abschirmkappe ist einfacher aufgebaut. 
Rustkosten ftlr Anderungen am Fertigungswerkzeug sind niedri- 
ger. Die Abschirmkappe kann kostengunstig in GroSserie als 
Stanz-Biegeteil aus Blech hergestellt werden. Der Dichtkorper 
20 kann ein Zuschnitt oder ein Halbzeug sein. Insgesamt kann ei- 
ne Anpassung der Fertigung auf eine partielle Abschirmung un- 
terschiedlich grofier Bereiche auf einer Leiterplatte mit ge- 
ringerem Auf wand realisiert werden. 

25 IJberraschenderweise hat sich herausgestellt , dass eine be- 

reits nur wenige Millimeter breite EMV-Dichtung eine sehr gu- 
te Abschirmef fizienz gegenuber HF-Feldern ermoglicht. 



30 



Werkstoffe, die hinsichtlich elektromagnetischer Strahlung 
eine aufzehrende Wirkung aufweisen, sind in verschiedenen Zu- 
sammensetzungen und Ausfuhrungen bekannt und handelsublich. 



• 
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Fur eine einfache Befestiigung der Abschirmkappe auf der Lei- 
terplatte ist vorgesehen, dass die Leiterplatte mit Durch- 
trittsSffnungen versehen ist und ein austrittseitig aus der 
Durchtrittsof fnung hervorstehendes Ende einer Lasche plas- 
tisch so verformt wird, dass es die Leiterplatte rtickseitig 
hintergreift. Dadurch entsteht eine einfach herzustellende 
formschltissige Verbindung. Das plastische Verformen der vor- 
stehenden Endabschnitte kann durch Biegen, Pragen oder Stau- 
chen erfolgen. Um fur Testzwecke ein einf aches Abnehmen der 
Kappe zu ermoglichen, kann jedes Endstuck einer Lasche als 
Schranklappen ausgebildet sein. 

Hinsichtlich der Fertigungskosten ist es guns tig, wenn die 
Abschirmkappe materialeinheitlich und einstuckig ineinander 
ubergehend aus einem metallischen Werkstoff , beispielsweise 
aus WeiSblech, gebildet ist. Das WeiSblech kann durch Verzin- 
nen geschatzt sein. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass der Rand als rechtwinkelige Abkantung ausgebildet ist, 
die im montierten Zustand der Abschirmkappe im wesentlichen 
parallel zur Bestuckungsseite verlauft xind jede Lasche auEen- 
umfangsseitig angeformt und im Verlauf von einer Wand der Ab- 
schirmkappe abgesetzt ausgefuhrt ist. Dadurch kann die Ab- 
schirmkappe in einem Stanz- und Biegevorgang hergestellt wer- 
den . 

Bei diesem Stanz-Biegeteil kann eine sehr wirkungsvolle Ab- 
schirmung dadurch realisiert werden, indem der Dichtkorper 
als Flachdichtung ausgebildet ist und durch einen elektrisch 
leitfahigen Klebstof f am Rand der Abschirmkappe oder der Be- 
stuckungsseite der Leiterplatte befestigt ist. DarOber hinaus 
ergibt sich der Vorteil, dass bei der Montage die Abschirm- 
kappe saint Dichtung als ein Teil handhabbar ist. 
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"Zur Verbesserung der Kontaktsicherheit weist die leitende 
Kontur der Leiterplatte kuppenf ormige Kontaktpunkt auf , die 
sich in die Flachdichtung eindrucken. Ihre Oberfiache ist 
durch die elastische Flachdichtung dichtend abgeschlossen und 
5 gegen Korrosion weitgehend geschutzt. 

Wenn nur partielle Bereiche auf einer Leiterplatte geschirmt 
werden mussen, kann es gunstig sein, wenn die Abschirmkappe 
hinsichtlich der abzuschirmenden Geometrie im RastermaS der 
10 Leiterplatte quaderformiger ausgebildet ist. Diese einheit- 
lich modulare Bauweise senkt Herstellungs- und Logistikkos- 
ten. 

Fiir den Fall, dass der Innenraum der Abschirmung beluftet 
15 bzw. entltiftet werden muss, ist vorgesehen, dass die Ab- 
schirmkappe an einem Deckenteil und/oder an einem Wandteil 
mit Durchbruchen versehen ist, die Durchtrittsof fnung fttr 
Kuhlluft bilden. Die GroSe der Durchbruche ist an das abzu- 
schirmende Frequenzspektrum angepasst. 

20 

Wenn auf der Leiterplatte partielle Gebiete unterschiedliche 
Schirmwirkungen erfordern, ist vorgesehen, dass auf einer 
Leiterplatte mehrere Abschirmkappen angeordnet sind und die 
Schirmef f izienz dieser Abschirmkappen unterschiedlich ist. 

25 

Zur weiteren Kostensenkung koimen handelsubliche EMV- 
Materialien verwendet werden, das sind polymere Werkstoffe, 
besonders bevorzugt Polyamid-Vlies, das metallisch beschich- 
tet Oder durch ein Metallgef lecht umstrickt ist. 



30 
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen 



Die Erfindung wird nachfolgend an Hand eines in den Zeichnun- 
gen dargestellten Aus fuhrungsbei spiels naher beschrieben. Es 
5 zeigen: 



Figur 1 eine perspektivische Explosionsdarstellung der er- 
f indungsgemafien Abschirmeinrichtung, in einer Aus- 
fuhrung, bei der die gesamte Leiterplatte von der 
10 Abschirmkappe abgedeckt ist, 

Figur 2 eine vergrSSerte Detaildarstellung der Abschirmkap- 
pe von der Unterseite, 

15 Figur 3 eine Detaildarstellung eines Randbereichs einer auf 
einer Leiterplatte montierten Abschirmeinrichtung 
in guergeschnittener Darstellung, 

Figur 4 einen Abschnitt der leitenden Kontur auf der Lei- 
20 terplatte mit auf Lucke verse tzt angeordneten Kon- 

taktpunkten , 



Ausfiihrung der Erfindung 

25 

In der Zeichnung ist in Figur 1 beispielhaft eine Ausftih- 
rungsform der erf indungsgemaSen Abschirmeinrichtung 1 in ei- 
ner perspektivischen Explosionsdarstellung wiedergegeben. Die 
Abschirmeinrichtung 1 besteht aus einer Abschirmkappe 20 und 
30 aus einer Kontakteinrichtung 6. Die Abschirmkappe 20 deckt im 
gezeigten Beispiel den gesamten Bereich der Leiterplatte 2 
ab. Die folgenden Erlauterungen sind jedoch nicht einge- 
schrankt auf diese Aus fuhrungs form beschrankt, sondern erfas- 
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sen insbesondere auch Abschirmeinrichtrangeii die nur partielle 
Bereiche auf der Leiterplatte abschirmen. 

Wie die Figur 1 zeigt, sind am Rand 3 der Abschirmkappe 20 
5 aufcenumfangsseitig Laschen 8 angeformt, durch welche die Ab- 
schirmkappe 20 auf einer Besttickungsseite 4 der Leiterplatte 
2 festlegbar ist. Auf der Besttickungsseite 4 der Leiterplatte 
2 ist eine leitende Kontur 7 zu sehen, deren Umriss mit dem 
Randbereich der Abschirmkappe 20 korrespondiert . Die leitende 
10 Kontur 7 besteht aus Kontaktpunkten, die untenstehend naher 
erlautert sind, und ist in Atztechnik im RastermaS herge- 
stellt. Die Kontakteinrichtung 6 ist als umlaufende Dichtung 
22 ausgebildet. Bei der Montage der Abschirmeinrichtung wird 
die Abschirmkappe 20 auf die Leiterplatte 2 abgesenkt. Beim 
15 Absenken tauchen die in Richtung Leiterplatte 2 weisenden La- 
schen 8 in DurchtrittsSffnungen 10 der Leiterplatte 2. Im 
weiteren Verlauf des Absenken kommt es zunachst zu einer 
Pressung des elastischen Dichtkorpers 22. Die Pressung erfor- 
dert wegen der guten Kompressionseigenschaf ten des Dichtungs- 
20 werkstoffs nur eine geringe Anpresskraf t . Ein weiteres Absen- 
ken bewirkt, dass jedes Ends tuck 9 der Lasche 8 die Durch- 
trittsfcf fnung passiert und ruckseitig libersteht. Zwecks Be- 
festigung der Abschirmkappe wird nun der austrittseitig aus 
der Durchtrittsof fnung uberstehende Schranklappen durch eine 
25 wechselseitige Biegung plastisch verformt. Es entsteht zwi- 
schen Kappe 20 und Trager 2 eine f ormschlussige Verbindung. 
Wie bereits dargestellt kann die plastische Verformung aber 
auch durch Umbiegen, durch Pragen, oder durch Stauchen erfol- 
gen. Im Spalt zwischen Kappenrand und Besttickungsseite wird 
30 der elastische Dichtkorper 22 zusammengepresst . In den 

Dichtspalt 5 eindringende elektromagnetische Strahlungsener- 
gie wird beim Durchgang auf Grund der dampfenden Mater ialei - 
genschaften des Dichtungswerkstof f s stark abgeschw^cht . Die 
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Montage erfordert wegen des leichten Eompr iini er ens des Dich- 
tungswerkstoffs nur eine vergleichsweise geringe Anpress- 
kraft. In Figur 1 ist die Abschirmhaube in ihre Langsseite 
mit zwei, in ihrer Breitseite mit einem angeformten Befesti- 
5 gungslappen gezeigt. Selbstverstandlich variiert die Anzahl 
der Bef estigungslappen entsprechend der GroSe der Abschirm- 
kappe. Die Durchtrittsof fnungen 15 fur die Be- bzw. Entliif- 
tung des Innenraums sind stark vergroSert gezeichnet. In 
Wirklichkeit ist der Durchmesser dieser Bohrungen sehr klein 
10 und auf die abzuschirmende Frequenz des Wechself eldes abge- 
stimmt. Die Abschirmkappe 20 ist ein einteiliges Biege- 
Stanzteil aus einem verzinnten WeiBblech. 

In den Figuren 2 und 3 ist der Randbereich der Abschirmkappe 

15 in einer vergroSerten Detaildarstellung gezeichnet. Der Rand 
3 der Abschirmkappe 20 ist durch eine rechtwinkelige Abkan- 
tung 12 fortgesetzt. AuSenumfangsseitig ist die Lasche 8 an 
der Abkantung 12 angeformt. Der Endabschnitt 9 der Lasche 8 
ist als Schranklappen 11 ausgefiihrt. Wie aus der querge- 

20 schnittenen Darstellxing der Figur 3 leicht zu entnehmen ist, 
ist die Lasche 8 durch die Durchtrittsof fnung 10 der Leiter- 
platte 2 durchgesteckt . Der Endabschnitt 9 ist durch wechsel- 
seitiges Biegen urn eine in Durchtrittsrichtung weisende Achse 
plastisch verformt. Dadurch hintergreift der Schranklappen 11 

25 die Ruckseite der Leiterplatte 2. Bei geschlossener Ausftth- 
rungsform der Abschirmkappe schtitzt die umlaufende Dichtung 
22 gleichzeitig auch den Innenraum 18 vor aus dem AuSenraum 
19 eindringenden Staub oder vor Verschmutzung. In der 
Schnittdarstellung der Figur 3 ist die Dichtung 22 als Flach- 

30 dichtung 13 gezeichnet. Sie steht im Dichtspalt 5 zwischen 
Leiterplatte 2 und Rand 12 unter elastischer Vorspannung. Die 
Flachdichtung 13 ist an einer Oberseite mit einem Klebstof f 
14 beschichtet, wodurch Dichtung und Abschirmkappe bei der 
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Montage eine "Einheit bilden und leichter handhabbar ~sind. Die 
Unterseite der Flachdichtung 13 liegt l&ngs der leitenden 
Kontur 7 auf der Bes tiickungs seite 4. Die leitende Kontur 7 
wird durch kuppenf ormige Kontaktpunkte 21 gebildet, die liber 
5 ein entsprechendes Layout elektrisch angebunden sind. Durch 
die Pressung im Dichtspalt 5 kommt es zu einer elastischen 
Verformung des Dichtungswerkstof f s . Die Kontaktpunkte 21 
pressen sich an der Unterseite der Flachdichtung ein. Durch 
diese Umhiillung der Kuppenoberf lache ist die Kontaktstelle 

10 vor auSeren Einwirkungen sehr gut geschiitzt. Einer Korrosion 
im Kontaktierungsbereich wird dadurch entgegengewirkt . Folge 
davon ist, dass uber eine sehr lange Gebrauchsdauer der ohm- 
sche Obergangswiderstand der Massekontaktierung gleich nied- 
rig gehalten werden karm. Die Kontur 7 kann auch durch eine 

15 durchgehende Leiterbahn oder durch ein anderes Kontakt -Muster 
gebildet sein. Selbstverst&ndlich ist es auch moglich, die 
Flachdichtung 13 auch von der unteren Seite her mit einem 
leitfahigen Klebstoff zu beschichten. 

20 Die Anordnung der kuppenf ormigen Kontaktpunkte 21 langs der 
leitenden Kontur 7 ist in Figur 4 in einer Aufsicht vergro- 
Sert dargestellt. Die Kontaktpunkte 21 sind auf Lucke ver- 
setzt angeordnet. Der Abstand der Kontaktpunkte in Langs- 
erstreckung der Massekontaktierung gesehen betragt im Bei- 

25 spiel vier Millimeter. Die Kuppen an den Kontaktpunkten sind 
verzinnt und haben einen Durchmesser von 1,3 Millimeter. Die 
EMV-Flachdichtung besteht aus einem Polyamid-Spunbond-Vlies, 
das eine hohe Kompressionsfahigkeit von bis zu 85 Prozent 
aufweist und sehr flexibel ist. 

30 

Die EMV-Dichtung kann aber auch anders aufgebaut sein und aus 
anderen Werkstoffen bestehen. Die Dichtung kann beispielswei- 
se ein of f enzelliger Schaumstoff sein, dem elektrisch und 
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magnetisch leitf ahige Tartikel zugesetzt sind. Geeignet "sind 
ferner auch Vlies- und Verbundwerkstof f e, die Fasern aus ei- 
nem Material mit dieser Leitf ahigkeits-Eigenschaf t enthalten. 

5 Das Metallgeflecht kann ein verzinntes, kupf erkaschiertes 
Stahldrahtgef lecht sein. Der Dichtkorper kann vom Stahlge- 
flecht umsponnen sein* Es ist aber auch moglich, dass das me- 
tallische Geflecht durch polymere Verf estigung im Dichtkorper 
eingebettet ist. 



10 
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Patentanspriiche 

1 . Abschimeijririchtung, die aufweist: 

■ eine Abschirmkappe (20) , die eine auf einer Leiter- 
5 platte (2) angeordnete elektronische Schaltung ab- 

deckt, mit einem Rand (3), der von einer Bestu- 
ckungsseite (4) der Leiterplatte durch einen Spalt 
(5) beabstandet ist, 

■ eine Kontakteinrichtung (6), die im Spalt angeord- 
10 net ist und eine elektrische Verbindung zwischen 

der Abschirmkappe und einer leitenden Kontur (7) 
auf der Leiterplatte herstellt, wobei am Rand der 
Abschirmkappe Laschen (8) angeformt sind, durch die 
die Abschirmkappe auf der Leiterplatte festgelegt 

!5 und die Kontakteinrichtung unter elastischer Vor- 

spannung gehalten ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

" die Kontakteinrichtung als ein im Spalt umlaufen- 
der, elastischer Dichtkorper (22) ausgebildet ist, 

20 der elektromagnetische Wellen absorbiert. 



2 . Abschirmeinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterplatte mit Durchtrittsof fnungen 
(10) versehen ist, dass nach Festlegung der Abschirmkap- 
25 pe die Laschen (8) austrittseitig aus der Durchtritts- 

offnung hervorstehen und plastisch verformte Endab- 
schnitte (9) der Laschen die Leiterplatte (2) rtickseitig 
hintergreif en . 

30 3. Abschirmeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass jedes Endstttck einer Lasche (8) als 
SchrSnklappen (11) ausgebildet ist. 
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4 . Abschirmeinrichtung nach- srumindest einem der vorsteh&n- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dass die Ab- 
schirxakappe (20) materialeinheitlich und einstiickig in- 
einander ubergehend aus einem metallischen Werkstof f ge- 

5 bildet ist. 

5. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem der vorstehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rand (3) 
als rechtwinkelige Abkantung (12) ausgebildet ist, die 

10 im montierten Zustand der Abschirmkappe im wesentlichen 

parallel zur Bestuckungsseite verlauft, und jede Lasche 
(8) auSenumfangsseitig angeformt und im Verlauf von ei- 
ner Wand (17) der Abschirmkappe (20) abgesetzt ausge- 
fuhrt ist. 

15 

6. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem der vorstehen- 
den Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dicht- 
korper (22) als Flachdichtung (13) ausgebildet ist und 
durch einen elektrisch leitfahigen Klebstoff (14) am 

20 Rand (3) der Abschirmkappe oder der Bestiickungsseite (4) 

befestigt ist, 

7. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem der vorstehen- 
den Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, dass die leitende 

25 Kontur durch kuppenf ormige Kontaktpunkte (21) , die auf 

der Bestiickungsseite im RastermaS angeordnet sind, ge- 
bildet ist. 



30 



8. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem der vorstehen- 
den Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab- 
schirmkappe als Stanz-Biegeteil ausgebildet ist. 
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9 . Absciiixmeim-rciTturig nach zumindest einem der vorst-ehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dass die Ab- 
schirmkappe guaderf Srmig ausgebildet ist. 

5 10. Abschirmeinrichtung nach ziimindest einem der vor- 

stehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass an ei- 
nem Deckenteil (16) und/oder an einem Wandteil (17) der 
Abschirmkappe (20) Durchbruche (15) vorgesehen sind. 

10 11. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem der vor- 
stehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass auf 
einer Leiterplatte (2) mehrere Abschirmkappen (20) ange- 
ordnet sind und die Schirmef f izienz dieser Abschirmkap- 
pen unterschiedlich ist. 

15 

12 . Abschirmeinrichtung nach zumindest einem der vor- 
stehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dass der 
Dichtkorper (22) aus einem polymeren Werkstoff , beson- 
ders bevorzugt aus einem Polyamid-Vlies, das metallisch 

20 beschichtet oder durch ein Metallgef lecht umstrickt ist, 

gebildet ist. 

13 . Abschirmeinrichtung nach zumindest einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 

25 Dichtkorper (22) aus einem elektrisch leitfahigen 

Elastomer, das durch ein verzinntes, kupf erkaschiertes 
Stahldrahtgef lecht umsponnen ist, gebildet ist. 
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